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Anotace 

Tato výzkumná zpráva se zabývá ověřením technických parametrů pružných kontaktů 

používaných v pouzdrech výkonových polovodičových modulů SEMIKRON, série MiniSKiiP. 

Zpráva popisuje pracovní postup pro zkoušku modulů na dlouhodobém vibračním testu. 


